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BASIC- ABSTRACT: 

In the arrangement for positioning surf ace -mounted electronic 
components on a PCB, a negative mould (17) having the shape of the 
completed board is made and the components (7,8) are placed in their 
respective, depressions (5,6) in the mould , the board (9) then being 
aligned with the mould to effect the soldering operation. The mould 
is made by conventional casting or deep drawing techiques. After the 
components have been placed in the mould, solder paste and/or bonding 
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medium (11) may be applied to them prior to aligning the circuit 
board . 

The mould may have apertures through which push-rods or compressed 
air may be passed to urge the components against the board during the 
soldering operation and to assist subsequent release of the 
components. The bonding medium may be temperature-resistant. A 
tapered housing may be used to align the board with the components in 
the mould . The mould may only have openings corresponding with the 
positions of the components. 

USE/ADVANTAGE - Low- volume prodn. runs. Acccurate. 
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@ Montagevorrichtung fur Elektronikleiterplatten der Mikroelektronik 



Fur die Herstellung von Montagevorrichtungen fur das 
Flachaufloten von Bauelementen der Mikroelektronik wer- 
den von bestuckten Musterelektronikleiterplatten Negativ- 
kopien angefertigt. In die so entstandenen Nesterkdnnen fur 
die weitere Behandlung der Bauelemente dtese paBgenau 
abgelegtwerden. 
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PatentansprQche derartig enge Toleranzen fQr die HandbestOckung zur 

schnellen ErmQdung der menschlichen Aufmerksamkeit 

1. Montagevorrichtung fQr das Positionieren von und damit zu hoher Fehlerquote fQhrt 
unbedrahteten, flachaufzuldtenden Bauelementen Die BestQckungsleistung iiegt demzufolge nur bei 
auf Elektronikleiterplatten, dadurch gekennzeich- 5 max. 20 Bauelementen je Minute. Bei Bauelementen mit 
net, daB von einer bestOckten Musterelektroniklei- 100 und mehr AnschlOssen sinkt die BestQckungslei- 
terplatte mit Hilfe bekannter Techniken, wie Ver- stung auf wenige Stuck je Minute. DarQberhinaus ist die 
gieB- oder Tiefziehverfahrcn, eine Negativkopie Fehlerquote hoch. 

hergestellt wird zum Zwecke der Aufnahme von Aber auch bei der maschinellen BestQckung ist der 

Bauelementen in die so entstandenen Negativabbil- 10 Aufwand far die Einhaltung geringer Positionierungsto- 

der der jeweiligen Bauelemente, die sogenannten leranzen groB. 

Nester, fOr die weitere Behandlung der so positio- Obgleich hier der EinfluB der menschlichen Aufmerk- 

nierten Bauelemente, samkeit wegfallt ist es haufig notwendig, umfangreiche 

2. Montagevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch Programme fur die Steuerung der Maschine zu erstel- 
gekennzeichnet, daB in die Montagevorrichtung 15 len. Ferner muB diese Maschine einen hohen Grad an 
Bauelemente so in die Nester abgelegt werden Genauigkeit beibehalten und ist sehr kostenintensiv. 
kdnnen, daB sie genau positioniert sind und in ei- Es hat sich in der Praxis gezeigt, daB mit fortschrei- 
nem weiteren Arbeitsgang mit einer Kleb- oder/ tender Zeit jeweils mit unterschiedlichen Zeitspannen, 
und Ldtpaste versehen werden und anschlieBend die Genauigkeit, sowohl bei der HandbestQckung als 
paBgenau mit der zu bestuckenden Elektroniklei- 20 auch bei der maschinellen BestQckung, nachlaBt 
terplatte kontaktiert werden kdnnen. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Be- 

3. Montagevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch stQckungshilfe zu schaffen, die die erforderliche Genau- 
gekennzeichnet daB die Nester f Or die Aufnahme igkeit standig beibehait und mit geringen Kosten in kur- 
der Bauelemente Bohrungen fQr die ZufQhrung von zer Zeit hergestellt werden kann. 

Hilfsluft oder Aus- bzw. Andruckstempel aufwei- 25 Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch geldst 

sen, um die Bauelemente einerseits aus der Monta- daB zunHchst von einer tell- oder volIbestQckten und 

gevorrichtung herauszudrQcken und andererseits geprflften Elektronikleiterplatte eine Negativkopie her- 

diese auf die zu bestflckcnde Elektronikleiterplatte gestellt wird Diese kann in bekannter Weise aus chemi- 

zudrQcken. schen VerguBmassen, die nach einiger Zeit ausharten, 

4. Montagevorrichtung nach Anspruch l f dadurch 30 hergestellt werden. Es sind aber auch Naturprodukte 
gekennzeichnet, daB die Bestflckungshilfe aus tern- wie Gips, Zement etc. denkbar. Eine fQr den vorliegen- 
peraturfestem Material besteht den Zweck anwendbare Negativkopie kann auch nach 

5. Montagevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch Verfahren der Kunststofftiefziehtechnik hergestellt 
gekennzeichnet, daB eine zus&tzliche FOhrungs- werden. 

platte mit konischen Schachten vorgesehen ist, die 35 Alle genannten Verfahren zeichnen sich durch eine 

der eigentlichen BestQckungshilfe mit ihren Ne- kostengUnstige Hersteliung aus, die Voraussetzung fQr 

stern vorgeschaltet ist und dafQr sorgt daB die ein- die Anwendung bei kleinen Stuckzahlen ist 

zuhaltende MaBtoleranz fQr die zu bestOckende Nach Vorliegen einer oder mehrerer Negativkopien 

Elektronikleiterplatte zunachst vergroBert ist der Elektronikleiterplatten, die nunmehr f Or die BestQk- 

6. Montagevorrichtung nach Anspruch 1 und 5, da- 40 kungsarbeiten als Montagevorrichtung dienen, kdnnen 
durch gekennzeichnet daB die zusatzliche FQh- in die so entstandenen sogenannten Nester (das sind 
rungsplatte nur dort Offnungen aufweist die be- passgenaue Negativkopien der jeweiligen Bauelemen- 
stimmten Bauelementen zugeordnet sind. te) die fQr die BestQckung vorgesehenen Bauelemente 

hineingelegt werden. Bei Bauelementen, die nicht zu 

Beschreibung 45 jeder ihrer Achsen symmetrisch sind, wird zwangslaufig 

eine richtige Zuordnung der AnschlQsse gewahrieistet 

Die Erfindung betrifft eine Montagevorrichtung fQr Eine weitere Ausgestaltung sieht Luft- und StdBel- 

das Bestucken von Elektronikleiterplatten der Mikro- kanale fQr das AusstoBen oder/und AndrQcken der 

elektronik mit unbedrahteten, flachaufzulotenden Bau- flachaufzuldtenden Bauelemente auf die Elektroniklei- 

elementen. Diese wird in Form einer Negativkopie von 50 terplatte vor, um schon vor Erreichen der Klebertopf- 

einer endgQltig teil- oder volIbestQckten Elektroniklei- zeit die Bauelemente aus der Montagevorrichtung ent- 

terplatte ausgefQhrt um in den so entstehenden passge- fernen und auf die Elektronikleiterplatte drQcken zu 

nauen Nestern jeweils Bauelemente fQr die weitere Ver- kdnnen. 

arbeitung zum Zwecke der BestQckung von Elektroni- Die in einem spateren Arbeitsgang mit der Elektroni- 
kleiterplatten aufzunehmcn. 55 kleiterplatte zu verklebenden oder verlotenden Seiten 
Bei der BestQckung von Elektronikleiterplatten der der Bauelemente zeigen nach oben. Es ist in einem wei- 
Mikroelektronik mit unbedrahteten, flachaufzuldtenden teren Arbeitsgang nunmehr wahlweise mdglich, Kleber- 
BaueIementen l diedirektaufdieOberfI§che von Leiter- oder Ldtpaste auf die definierten Stellen der Bauele- 
platten oder Keramiksubstraten geldtet werden, ist fQr mente zu bringen, da diese ohne nennenswerte Toleranz 
geringe oder mittlere StQckzahlen das Verfahren der eo unverruckbar positioniert sind 
BestQckung von Hand Qblich. Die entsprechend minia- Werden die in der BestQckungshilfe befindlichen Bau- 
turisierten Bauelemente mQssen dabei mit groBer Sorg- elemente mit der zu bestQckenden Elektronikleiterplat- - 
fait auf adhesive Kleb- oder Ldtpaste, die sich an ent- te zusammengebracht so kann, je nach dem zu wahlen- 
sprechenden Stellen der Leiterplatte befindet positio- den Verbindungsverfahren, in einem weiteren Arbeits- 
niert werden. Die zulassigen Positionierfehler werden 65 gang eine geklebte oder geldtete, dauerhafte Verbin- 
von den Bauelementeherstellern mit +/- 03 mm in dung hergestellt werden. 

linearer Abweichung und mit +/- 3 Grad in der Win- Vorteilhafterweise sorgen Fangldcher oder ahnliche 

kelabweichung angegeben. Es liegt auf der Hand, daB bekannte Vorrichtungen fQr ein passgenaues Zusam- 
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menbringen von BestGckungshilfe und Elektronikleiter- gen oder die Elektronikieiterplatte abgesenkt wurde. 
pj allc ^ In dieser Phase, in der die Auswurfstempel (19) die 

In vorleilhafter Ausgestaltung der Erfindung kann die Bauelemente (7) und (8) fixieren, kann auch der endgulii- 
BestGckungshilfe aus temperaturfestem Material beste- ge Hartevorgang der Kleb- oder Ldtpaste (11) durch 
hen und so wahrend des LStprozesses als FQhrungsmas- 5 Warmezufuhr eingeleitet werden. 
ke solange die Bauelemente aufnehmen, bis sich diese Denkbar ist auch die DurchfQhrung der endgfiltigen 
mit der Elektronikieiterplatte dauerhaft verbunden ha- Lotung ohne vorherige Klebung, da einerseits durch das 
b en# Abheben genflgend Raum fur das die Kontaktstellen 

In einer weiteren Ausgestaltung ist vorgesehen, auf umflutende flflssige Lot entstanden ist und andererseits 
die eigentliche BestGckungshilfe mit ihren eng tolerier- to die Bauelemente durch den Andruck der Auswurfstem- 
ten Aufnahmekammern fur jedes einzelne Bauelement pel (19) posilioniert und gehalten sind 
eine FOhrungspIatte mit konischen Zufuhrschachten 
aufzulegen. Dadurch wird eine leichte Einfuhrung jedes 
Bauelements, entweder von Hand oder maschinell, we- 
gen der zulassigen grdBeren Toleranzen, ermfiglichL 15 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeich- 
nung naher beschrteben: 

Fig. 1 bis 6 zeigen einen senkrechten Schnitt durch 
die Montagevorrichung, wobei Fig- 1 bis 3 und 5 und 6 
die einzelnen Phasen der Herstellung und Anwendung 20 
wiedergeben. 

In der Fig. 1 wird beispielhaft gezeigt, wie eine bereits 
mit flachaufgeldteten Bauelementen (2) und (3) bestQck- 
te Elektronikieiterplatte (1) so mittels aushartender 
VerguBmasse (4) einseitig vergossen wird, daB sich, 25 
nachdem dieses GieBmaterial (4) ausgehartet ist, die 
Elektronikieiterplatte (1) mit ihren Bauelementen (2) 
imd (3) von dem GieBmaterial (4) wieder trennen IfiBt 

In Fig. 2 ist die so entstandene Form (17) so darge- 
stellt, daB sie nunmehr in der Lage ist, in ihren Nesterh jo 
(5) und (6). wie in Fig. 3 gezeigt, neue Bauelemente (7) 
und (8) in eindeutig definierter Lage aufzunehmen. 

Nach Teil- oder Vollbestflckung der Form (17) mit 
Elektronikbauelementen kann nunmehr mit Hilfe einer 
Maske (9), die an definierter Stelle Offnungen hat (10), 35 
mittels einer Rakel (12) Kleb- oder Ldtpaste (11) auf die 
Bauelemente (7) und (8) aufgetragen werden. Nach dem 
Entfernen der Maske (9) liegen alle Bauelemente in ih- 
rer definierten Lage, nunmehr mit Kleber oder Ldtpaste 
(1 1) versehen. Wenn dann die zu besttickende Elektroni- 40 
kleiterplatte (18), wie in Fig. 5 dargestellt, an Stelle der 
Maske (9) tritt, so verbinden sich die Bauelemente (7) 

und (8) mit der Elektronikieiterplatte (18) uber die Kle- . . 

be- oder Ldtpaste (11) miteinander. Diese Verbindung 

kann, je nach Ausfuhrung der Kleb- oder Ldtpaste (11) 45 

im Sekundenbereich geschehen. Denkbar ist aber auch 

die Anwendung w&rmezufuhrender Verfahren, um eine 

Hartung oder Ldtung zu erreichen. 

Um die Trennung der so bearbeiteten Elektronikiei- 
terplatte (18) mit ihren Bauelementen (7) und (8) von der 50 
Form (17) vor oder nach der warmebehandelten Kleb- 
oder Ldtpaste zu erleichtern, ist in Fig. 4 dargestellt, wie 
mittels zusatzlicher Kan&e (13) in der Form (17) und 
einer Verteilerkammer (14) in einer Dichtkappe (15) 
Druckluft an (16) zugefOhrt werden kann, um eine rei- 55 
bungsschlussige Verbindung zwischen den Bauelemen- 
ten (7) und (8) und der Form (17) zu Idsen. 

Es lassen sich, wie Fig. 5 zeigt, auch anstelle der durch 
die Kanale (13) gefuhrten Druckluft Auswurfstempel 
(19) fOhren, die neben der Losung der reibungsschlUssi- eo 
gen Verbindung zusatzlich fur einen Andruck der Bau- 
elemente (7) und (8) auf die Elektronikieiterplatte (18) 
sorgen und so ein Trennen der Form (17) von den Bau- 
elementen (7) und (8) und der Leiterplatte (18) gew£hr- 
leisten. 65 

In Fig. 6 ist dieser Zustand vor dem endgultigcn Ab- 
heben der Auswurfstempel (19) von den Bauelementen 
(7) und (8) dargestellt nachdem die Form (17) hochgezo- 
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